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1. まえがき 

 電波の透過性や光波の直進性といった特徴を持つ THz 波は、物質固有の吸収スペクトルを利用

したイメージングや物質同定など、産業への応用が期待されている。我々は THz 波検出器として、

広帯域性と高速応答性が期待される超伝導トンネル接合(Superconducting Tunnel Junction:STJ)に着

目した。特に STJ を用いた THz 波検出として、STJ が集積される基板で THz 波を吸収し、基板内

で発生するフォノンを媒体する、基板吸収型 STJ 検出器を提案している[1]。しかし基板吸収型 STJ

検出器では、基板内で発生したフォノンは等方的に拡散するため、基板表面に複数の STJ 検出器

を配置しても位置分解能が悪い。これを解決するために、我々は基板の加工を行い、STJ 検出器

直下以外の吸収層（基板）を除去することで位置分解能を向上させる構造を提案する。本研究で

は基板加工を施した STJ の作製と評価を目的とする。 

 

2. 裏面加工を施した基板吸収型 STJ 検出器について 

図 1 に、本研究で新たに提案する基板吸収型 STJ 検出器の概念図を示す。同図のとおり、STJ

直下のみに基板が残っているため、基板表面に複数配置した STJ 検出器は基板裏面から照射され

た THz 波に対してそれぞれ異なる強度の信号を検出できる。 

基板の加工はエッチングおよびダイシングを用いて行った。詳細については当日に報告する。 
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